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VOLLAUTOMATISCHE LOSUNG
ZUR FOSB-VERPACKUNG

Vollautomatisch. Sicher. Effizient.

STAUBLI
TX21




Die Verpackung der Roh-Wafer fiir den Transport in ein Halbleiterwerk (FAB) ist ein aufwandiger Prozess und unterliegt strengsten Kriterien. Wir haben den Verpackungsvorgang
voll automatisiert! Unser AutoBagging-Tool (ABT) erhoht deutlich den Durchsatz und bietet eine betrachtliche Qualitatssteigerung und Sicherheit beim Verpacken. Der Durch-
satz liegt bei 3.000 bis 8.000 FOSB/Monat (75k bis 200k Wafer/Monat).
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Einlaufband
Zufiihrung der unverpack-
ten FOSBs durch OHT, AMR
oder Operator

Uberpriifung
Cross-Slot-Check und
Anbauteilepriifung

Labeling FOSB

Qualitatscheck des Labels

Verpacken und Ver-
schweiflen innerer
Beutel

Falten und kleben des
Uberstandes

Labeling innerer
Beutel, anbringen
Trocknungsmittel-
beutel
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Die Verpackungsmaschine, die Prifkammer, die Roboter und alle weiteren Komponenten sind in einer Komplettzelle platziert. Diese verfiigt tGiber ein Zuférderband fiir die un-
verpackten FOSB sowie ein Ausforderband fiir die verpackten FOSB. Verschiedene Priifungen (Cross-Slot, Fillstand, Anbauteile) sowie das Labeln (inkl. Uberpriifung des Drucks)
und das Falten/Kleben der Bags erfolgt komplett im ABT.
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Qualitatscheck des
Labels

Dichtheitsprifung
mit Prifgas

Verpacken und ver-
schweilen
in duBeren Beutel

Falten und kleben
aullerer Beutel

Labeling
aulleren Beutel

Qualitatscheck
des Labels

Dichtheitsprifung
mit Priifgas

Ausfoérderung

www.group-cts.de
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